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En este tema:

- Vas a aprender a como montar un PC desde cero.
Conoceras los componentes necesarios para el
funcionamiento de un PC y como hacerlos funcionar.

- Conoceras distintas posibilidades para la refrigeracion
del procesador y demas micros del equipo.

- Aprenderas nociones basicas de téecnicas interesantes
como el modding o el overclocking.

- Deberas de seqguir y tener muy en cuenta las precauciones
en el montaje para evitar accidentes y preservar los
componentes.

- Recuerda que cualquier manipulacion incorrecta de un
componente anula su garantia.




Gnceptos basicos del tema:

\ . Z6calo ZIF

N

* Alcohol isopropilico  NUmero primo

» Control PWM  PATA o Parallel-ATA
* Baybus * Rheobus

* Crossfire « SATA

* Dual channel o SLI

» Estanqueidad o estancoe. Sjot

* Fan » Socket o0 zocalo

* Fanbus * Termoconductor
 FSB « Underclocking

* Heat-pipe « ZOcalo LGA

4




5.1 Precauciones y
advertencias de seguridad.



Precauciones y advertencias de
seguridad

Lugar de trabajo
Precauciones so
Precauciones so
Precauciones so

ore la energia electrica
ore la energia estatica

ore sistemas de

refrigeracion liquida
Precauciones sobre los componentes
Precauciones generales



5.2 Herramientas y utiles.
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La pasta téermica es diferente
de la silicona termica.

La silicona térmica pega mucho mas
Yy €S menos conductiva.




5.3 Secuencia de montaje
de un ordenador.



Componentes minimos

Caja o chasis.

Placa Base.

Memoria.
Microprocesador.
Disco duro.

Lector optico (opcional).



Pasos a realizar en el montaje de
un ordenador

Apertura de la caja
Montaje de la placa base

Montaje del microprocesador y disipador

Montaje de la unidades opticas

Montaje del disco duro

Montaje de las tarjetas de expansion (si son

requeridas)
Conexionado del resto de componentes
Verificacion final de la instalacion




5.4 Montaje de la placa base
en la caja o chasis.



Fljado de la placa base al chasis

TORNILLO
PLACA PLACA
ARANDELA ‘/EtASE BASE
N | |
CLIP
————
TORNILLO SEPARADOR
SEPARADOR
I
= \ CHASIS
~

\ CHASIS



Sujeta la placa base por los bordes.

No toques la circuiteria con los dedos.




Comprueba antes de fijar la placa base
gue todos tornillos macho-hembra o clips
guedan perfectamente alineados con los

orificios de la placa y no queda ninguno libre.

Atornilla la placa al chasis por todos
los sitios marcados.




Conexionado de la placa base a la
fuente de alimentacion




5.5 Ensamblado del
procesador y elementos de
refrigeracion del mismo



Si se va a instalar una CPU ya utilizada, hay
gue limpiarla bien.

Para ello habra que limpiar tanto la superficie

del microprocesador como la base del disipador
con alcohol isopropilico que eliminara la pasta
O compuesto térmico que tenia anteriormente.




Puedes instalar el microprocesador
y disipador antes o después de fijar la
placa base al chasis de la caja.

Suele ser mas comodo hacerlo antes.




Comprueba gue la placa base
y el microprocesador que vas
a montar son compatibles.
Para ello puedes consultar la
documentacion del fabricante.




Preparacion del zocalo para recibir
el microprocesador




Zocalo ZIF (Zero Insertion Force —

fuerza de insercion cero).
Estas siglas significan gue no tienes gque

forzar o hacer fuerza sobre el micro
hacia el zocalo.




Instalacion del microprocesador en
el zocalo (1)

» Alinea correctamente el microprocesador
al zocalo.

* El indicador de la Conexidon 1 debe
coincidir con el Pin 1 del z6calo de la
CPU. Comprueba gue las muescas o
chaflan del zécalo coinciden con las del
microprocesador.

* Los microprocesadores solo encajan en
una posicion determinada.



Instalacion del microprocesador en
el zocalo (I




Fljacion del disipador al zocalo




Colocar pasta térmica en el
microprocesador antes de instalar el
disipador en caso de gue el disipador
NO venga con compuesto térmico

de fabrica.

Procura colocar la justa pasta térmica y
distribuir una capa fina por toda la
superficie del microprocesador.




5.6 Fijacion de los modulos
de memoria RAM.



Instalacion fisica de la RAM




Hay placas que admiten mas
de un tipo de memoria pero no
se aconseja colocar tipos de memoria
diferentes en una placa.

Procura montar memorias iguales
(misma marca, tamano...)
sobre todo si vas ha hacer
Dual Channel.



5.7 Fijacion y conexidn de
las unidades de disco fijo.



Pasos a seguir

Configuracion de los Jumper (sélo
discos PATA).

Instalar fisicamente el disco en la bahia
conectando el cable de datos.

Detectar o ver gue se autodetecta
correctamente el disco duro desde la
BIOS.

Crear una particion y formatearla si es
un disco que no alberga el sistemay si
no, instalar el sistema operativo.



Configuracion de los jumpers (solo
en los discos IDE/PATA) (I)

* Maestro o unico disco (master or single
drive).
 Esclavo (slave).

 Maestro con un esclavo no ATA
compatible (master with a non-ATA-
compatible).

» Seleccion por cable (Cable Select).

* Limitar la capacidad a 32 GB (Limit
capacity to 32 GB).



Configuracion de los jumpers (solo
en los discos IDE/PATA) (I1)

mlo oo MAESTRO O UNICO DISCO
m|lo o o

OO OO ESCLAVO

ODoOOo

E|E|0 O MAESTRO CON UN ESCLAVO NO ATA
@|@jo o COMPATIELE

o o CABLE SELECT
o|m
o|m

LIMITA LA CAPACIDAD A 32 GB




Conexionado del cable PATA Yy

SATA
. —
+ PATA I I

MAESTRD ESCLAVO FLACA BASE

DISCO UNICO
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Los cables SATA de corriente y datos
solo encajan en una posicion
pues tienen forma de “L".

No fuerces la conexidn pues
se puede danar el conector.




Fljacion y conexidon de las unidades
opticas de lectura/escritura.
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5.9 Fijacion y conexion del
resto de adaptadores y
componentes.



Instalacion fisica de la tarjeta de
video




Instalacion de una tarjeta de
expansion de USB




Conexionado de los demas cables
del chasis

» Los cables de los indicadores Led tienen
polaridad, si observas que no encienden quizas
tienes que cambiarlos de orientacion.



Fin de la instalacion. Revision de la
instalacion.

« ¢Estala RAM correctamente instalada?
» ¢Esta correctamente fijada la placa al chasis?

« ¢Estael disco duro correctamente fijado y con sus
conectores de datos y alimentacion?

« ¢Esta el microprocesador correctamente fijado a la
placa y al disipador con pasta téermica?

- ¢Estaconectado el conector ATXy ATX 12V ala
placa base?

« ¢Esta correctamente conectado el cable del
ventilador de la CPU?

« ¢Estan correctamente conectados los cables de
encendido, reset, leds, USB...?

« ¢Los demas conectores eléectricos de la placa estan
correctamente conectados?



5.10 Sistemas de
refrigeracion liguida.



Por mas que refrigeremos el procesador,
los disipadores solo evacuan el calor
trasladandolo a otro sitio.

Para que un sistema de refrigeracion sea
efectivo deberemos de sacar ese calor
FUERA de la caja
(colocando un ventilador de evacuacion).
Ojo, asegurate cuando instales el
ventilador gue el aire sale de dentro a fuera

del procesador y no al contrario.




Materiales a utilizar en la instalacion
de una refrigeracion liquida

MANGUERA REFRIGERANTE

MOTOR
BOTELLA CON CANULA



Pasos a dar en la instalacion de la
refrigeracion liquida:

e PASO 1 Leer bien las instrucciones antes
de montar el sistema.

« PASO 2 Prueba de estanqueidad.

« PASO 3 Ensamblado del disipador del
micCro.

* PASO 4 Encastre del motor en el chasis.
e PASO 5 Puesta en funcionamiento.



Instalacion fisica (1)




Instalacion fisica (Il)




Instalacion fisica (lll)
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Instalacion fisica (1V)




5.11 Instalacion de
elementos de Modding
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Instalacion de controladores de
ventiladores / fan controllers (1)




Instalacion de controladores de
ventiladores / fan controllers (Il)




Instalacion de controladores de
ventiladores / fan controllers (llI)

' G

* Resultado



Instalacion de paneles o displays

_Motherboard Monitor5

0,0 °C Core 1: 0,00V
0,0 °C Core 2: 0,00 V

0 rpm e
0 rpm




5.12 Overclocking



consecuencias

Perdida de la garantia del fabricante.

Que funcione pero se caliente mas el
microprocesador.

Que se estropee el componente.

En ocasiones puede ser que no funcione
correctamente a la velocidad que le
hemos marcado y se puedan perder
hasta datos del disco duro.



La electromigracion es el desgaste del
microprocesador debido a
varios factores (calor, voltaje...).

El overclocking puede producir electromigracion
y esto quiere decir que ird cada vez
mas lento hasta que termine por
estropearse por completo.




Realizar el overclocking

Frecuencia base
FSB

Velocidad del Velocidad de Velocidad de
Microprocesador la memoria los huses



Opciones de overclocking

Elevar |la frecuencia base del sistema o
FSB

Subir aisladamente la velocidad del micro,
memoria o buses

Alguna combinacidn de las anteriores

Mejorar el rendimiento de otros elementos
del equipo como la tarjeta grafica...



FOormulas

1

Velocidad del micro = Multiplicador X Velocidad base FSB

2

Velocidad real del FSB = Velocidad base FSB X Indice de aprovechamiento



| CPU l Cache ] Mainkboard ] hdemary ] SPD ] Aot ]

....................

Processor
Mame Intel Atom M270 /j
Code Mame Diamaondville ( in tE l,
Package Socket 437 FCBGAS A,t OmL.
Technology 43 nm Core VID 1.200%
Specification Imtel(R) Atom( Thi) CPUN2T0 @ 1 B0GHZ
Family B hiociel C Stepping 2
Ext. Family G Ext. Model 1C Revision 0

Im=structions | MK, S5E, S5E2, S5E3, S55E3

Clocks (Core #07 Cache
Core Speed 1600.1 MHz L1 Data 24 kBytes
Muttiplier x 1210 L1 In=t. 32 kByies
Buz Speed 1333 MHz Lewvel 2 212 KBytes

Rated F5B 5334 MHz

Selection J Cores 1 Threads = 2

Nersion 1.50

OE.




CPU-Z (1)

Codigo que se le dan alos micros

. . - Modelo de microprocesador
Silverthorne, diamondville, nehalem...

Processor
Name intel Alom N270 o )
Code Name Dsamondyille < 'nte|
Package Socket 437 FCBGAS —
Technology | 45nm Core VID | 1200V ocne
Specification InteXR) Atom(TM) CPU N270 @ 1 60GHzZ .
: RAT @ Voltaje de la CPU
Tecnologia . _
de 45 nanometros Especificaciones

del microprocesador



CPU-Z (Ill)

Velocidad del micro
Clocks (Core #0) (12 x 133,3 = 1600,1)

Core Speed 16001 MHz

/ Multiplicador
Multiplier x120

Bus Speed 1333 MHZ S \/clocidad base del FSB
Rated FSB 933.4 MHz

Velocidad efectiva del FSB
(cuadruple aprovechamiento —133,.3x 4=5334)



. Como se deberia de hacer el
overclocking para que funcione?

INICIO

\

MODIFICACION
DE UN
PARAMETRO

v
SIPASA TEST DE NO PASA

| TORTURA I
MARCHA
sl

ATEAS

SEGUIR NO

MEJORANDO |

FIN



. Como se modifican estos
parametros?

* Mediante la BIOS (forma mas comun).

* Con el programa de overclocking que
proporciona el fabricante de la placa base.

» Con algun programa especifico para
modificar parametros de overclocking tipo
microguru o similar.



Subir el multiplicador del
microprocesador

Frecuencia base

FSB \

. Velocidad del
X Microprocesador
Mukiplicador /




Subir la velocidad del bus FSB

Velocidad del micro
Clocks (Core #0) (12 x 133,3 = 1600,1)

Core Speed 1600.1 MHz

/ Multiplicador
Multiplier x120

Bus Speed 1333 MHZ S \/olocidad base del FSB
Rated FSB 533 .4 MHz

Velocidad efectiva del FSB
(cuadruple aprovechamiento —133,3 x 4=533,4)



Overclocking de la memoria

General

Type DOR2 Channels # Single
Size 1024 MBytes

Timings
DR Al Freguency 333.3 MHz
F=B:DRAM 25

CASE Latency [CL) 4.0 clacks

RASE o CASE Delay (IRCD) 4 clocks

R&SE Precharge (tRP) 4 clocks

Cycle Time RAS) 12 clocks

Bank Cycle Time (tRC) 16 clocks

Yersion 1.50

e |La memoria funciona a una velocidad
proporcional al bus FSB.




* En el caso anterior vemos que la
proporcion FSB:DRAM es 2:5. Esa
proporcion quiere decir que si el FSB
duplica su velocidad la velocidad de la
RAM se quintuplicaria.

 Numericamente la proporcion seria la
siguiente:

Velocidad de la RAM =5 x velocidad FSB / 2

5x 133,3/2 =333,3



Mientras mas parametros modifiques
mas posibilidades de error se produciran
Y mejores prestaciones conseguiras.
El objetivo es conseguir un mejor
rendimiento con un sistema estable.




5.13 Utilidades de chequeo
y diagnodstico.



Inicio del equipo por primera vez

-
Co?y
- T i

* “Reboot and Select proper Boot device or
Insert Boot Media in selected Boot device
and press a key”.



Tenemos problemas

El ordenador no responde

El ordenador enciende pero no se ve
nada en el monitor

El ordenador no pita, no se escucha nada
pero parece que enciende

El ordenador emite un pitido continuo

Cuando el equipo pita mas de una vez:
Mensajes de la BIOS




